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Abstract (en)
[origin: DE4008379A1] In a process for regenerating alkaline solutions for pickling aluminium, in which aluminium hydroxide is recovered, a pickling
solution containing alkali hydroxide, aluminate, a complex builder and other additives is transferred from a pickling bath into a reactor section
consisting of at least one reactor, where aluminium is precipitated as aluminium hydroxide. The temperature of the pickling bath is higher than that of
the reactor section. The process is operated so that the concentration of aluminate, alkali and gluconate and the temperature in the pickling bath, on
the one hand, and the temperature drop from the pickling bath to the reactor section, on the other hand, are adjusted so that the pickling solution in
the pickling bath is undersaturated or metastably supersaturated in relation to the precipitation of aluminium hydroxide but unstably supersaturated in
the reaction section. A device for carrying out the process of the invention is also disclosed.

Abstract (fr)
Un procédé de régénération de réactifs alcalins d'attaque micrographique de l'aluminium permet de récupérer de l'hydroxyde d'aluminium. A cet
effet, on transfère un réactif d'attaque micrographique contenant de l'hydroxyde alcalin, de l'aluminate et un complexant, ainsi que d'autres additifs,
d'un bain d'attaque à une section de réaction formée d'au moins un réacteur, où l'aluminium est précipité sous forme d'hydroxyde d'aluminium. Le
bain d'attaque a une température plus élevée que la section de réaction. Selon le procédé, la concentration en aluminate, en alcali et en gluconate,
ainsi que le température du bain d'attaque d'une part et la chute de température entre le bain d'attaque et la section de réaction d'autre part sont
ajustées de sorte que le réactif d'attaque micrographique dans le bain d'attaque soit sous-saturé ou sursaturé de manière métastable par rapport
à la précipitation d'hydroxyde d'aluminium, mais soit sursaturé de manière instable dans la section de réaction. L'invention concerne également un
dispositif de mise en oeuvre de ce procédé.
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